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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2015-2020年中国晶圆行业分析与投资前景研究调查报告》共六章。报告

介绍了晶圆行业相关概述、中国晶圆产业运行环境、分析了中国晶圆行业的现状、中国晶圆

行业竞争格局、对中国晶圆行业做了重点企业经营状况分析及中国晶圆产业发展前景与投资

预测。您若想对晶圆产业有个系统的了解或者想投资晶圆行业，本报告是您不可或缺的重要

工具。

晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片

上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之IC产品。晶 圆的原始材料是硅

，而地壳表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅矿石经由电弧炉提炼，盐酸氯化，并经蒸馏

后，制成了高纯度的多晶硅，其纯度高达 99.999999999%。
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